
- 快讯

2021/12/13 第27期

浙江省半导体行业协会

杭州国家“芯火”双创基地（平台）

国家集成电路设计杭州产业化基地|孵化器

浙江省集成电路设计与测试产业创新服务综合体

浙江省集成电路设计公共技术平台

指导单位：浙江省经济和信息化厅



INFORMATION芯资讯
▲  海关总署：前11个月进口集成电路5822.2亿个，增加19.3%

▲  汽车芯片供应链管理模式求变

▲  台积电加快3nm量产脚步，高通、AMD等大客户有意导入

▲  博世宣布开启SiC芯片大规模量产计划

▲  集邦：预估2025年全球电动车市场对6英寸 SiC晶圆需求可达169万片

目录
CONTENTS

ENTERPRISE芯企业
▲  中微半导体（深圳）股份有限公司

▲  厦门澎湃微电子有限公司

▲  佑华微电子股份有限公司

- 08 

- 17

- 21

- 01

- 02

- 04

- 06

- 07



01

INFORMATION
芯资讯

海关总署：前11个月进口集成
电路5822.2亿个，增加19.3%

       

       集微网消息，12 月 7 日，据海关统计，今年前 11 个月，我国进出口总值 35.39 万亿元人民币，同比增长
22%，比 2019 年同期增长 24%。其中，出口 19.58 万亿元，同比增长 21.8%，比 2019 年同期增长 25.8%；进
口 15.81 万亿元，同比增长 22.2%，比 2019 年同期增长 21.8%；贸易顺差 3.77 万亿元，同比增加 20.1%。
       机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前 11 个月，我国出口机电产品 11.55 万亿元，增长 21.2%，占出
口总值的 59%。
       同期，进口机电产品 6.7 万亿元，增长 13.5%。其中，集成电路 5822.2 亿个，增加 19.3%，价值 2.52 万亿元，
增长 14.8%。

                                                                                                                                              （来源：集微网）
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汽车芯片供应链管理模式求变

       2021 年对于汽车产业而言注定是不平凡的一
年。从年初开始，大大小小的缺芯潮一波未平一波
又起，汽车产业作为 “重灾区”，经历着种种变革。这
其中，汽车厂商与芯片厂商之间，产生了前所未有
的密切关系——车厂一改原有“高高在上”的供应
链管理模式，开始与芯片厂商直接结盟。
 
芯片荒显示原供应链模式弊端

       由于今年全球面临前所未有的车用芯片短缺
危机，加上电动车对车用芯片需求升温，各大车厂
被迫重新审视芯片供应链。为确保取得稳定供应，
车厂也开始与芯片厂商结盟。近期，美国通用汽车
公司总裁 Mark Reuss 表示，将与七家半导体公司
在北美共同开发芯片，以解决全球芯片短缺问题。
       赛迪顾问集成电路产业研究中心总经理滕冉
表示，在本轮汽车芯片缺货潮来临之前，汽车制造
商几乎不会与芯片厂商直接发生业务关系，在整个
行业供应链中，一级核心供应商（tier1）占据相对主
导的位置，由 tier1 供应商采购所需的芯片、电子元
器件等。这种供应链模式有利于提升整车厂的效率
优势、减少资金成本。
       据介绍，在此次大规模缺芯潮之前，车厂对供
应链的管理模式被称为线性管理模式，只需要对下
级供应商进行管理，而对于供应商的供应商等并不
会直接参与管理。然而，年初的缺芯浪潮在疫情的
带动下，显得尤为严峻，此类线性管理模式的弊端
逐步凸显，车厂和芯片厂都被打了个措手不及。
       滕冉介绍，传统的供应链管理模式，由于中间
链条过长，下游需求发生波动时，上游芯片原厂反
应滞后，牛鞭效应显著，进而放大了整车厂商芯片
的需求缺口。
       此次危机体现出上下游供应链之间沟通不畅，

对市场风险把握不到位。赛腾微总经理黄继颇告诉
记者，MCU 成为此次汽车行业缺芯的“重灾区”，在
一定程度上表明了厂商对市场应对的不及时。但
MCU 厂商自身无法对市场做出精准的预判，需要
上下游产业链之间密切沟通，才能提前预判市场危
机，并做准备。
       “长时间以来，芯片供应商很被动，很难与上下
游产业进行良性互动。例如，芯片厂商经常遇到被
客户拖欠款项的问题，导致芯片厂商没有资金提前
备货，这很容易导致供货危机来临时措手不及。”黄
继颇说道，“这一次的市场危机，影响到了上下游产
业链的多个环节，不是光靠芯片厂商单方面的努力
便可顺利度过的，需要与上下游厂商深度沟通、共
渡难关。”

由线性管理变为并行管理

       在历经严重的芯片短缺危机后，车厂重新检验
芯片供应链，加上电动车趋势升温，芯片对车厂的
重要性不可同日而语。车厂因此重新思考芯片供应
链管理方式。而选择与芯片厂商结盟，便是由线性
管理模式向多线并行管理模式的转变：汽车厂商
与芯片厂商直接合作，意味着汽车厂商对供应链的
管理模式将更加下沉，对每一级供应商都将进行管
理，形成多线条的并行管理模式。
       “这种管理模式的好处，在于汽车厂商能够更
直接有效地知道每个环节的真实情况，并能直接作
出回应。在此前的管理模式中，各个供应链之间的
逐级传递需要很长时间。”赛迪顾问集成电路产业
研究中心高级咨询顾问吕芃浩说。

边“造芯”边结盟能长久么？

       尽管如今大规模的缺芯情况已有所缓解，但随
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着汽车市场需求的不断变化，部分领域的芯片依旧面临严重短缺。滕冉预计 2022 年汽车芯片缺货行情将进一
步分化，MCU 还将持续缺货，同时，随着今年下半年市场对新能源汽车需求的大幅提升，功率半导体芯片也开
始面临短缺情况。在未来，缺芯或将成为一种常态。
       为保障芯片供应，部分车厂开启了自主造芯模式。例如，上汽集团就发出消息，将与智能芯片产业的独角兽
企业地平线联手进入芯片产业，并有可能斥巨资自己制造芯片。
       当众多“不差钱”的车企投资造芯之后，能不能有效缓解芯片短缺问题？是否会因此影响车企与芯片厂商
的合作？
       从战略看，自研芯片为传统车企拓展出了一条新的差异化竞争赛道。而这或许就是越来越多的车企愿意入
局造芯的根本原因。毕竟，对于未来的智能汽车、自动驾驶而言，芯片的重要性堪比传统汽车的发动机与变速
箱。
       然而芯片的研发与投入是一个长期的过程，不允许“临时抱佛脚”。
       “车厂造芯是如今的发展路径之一，但这并不意味着车厂可以脱离芯片厂商。芯片技术的研发并非一朝一
夕就可完成，汽车厂商在短期内很难达到相同的技术高度。此外，哪怕汽车厂商能够自行设计出芯片，但在芯片
制造方面，依旧需要依靠芯片厂来完成。”吕芃浩说道。
       一方面，车企通过自研芯片打造差异化，从而提升竞争力；另一方面，通过并行管理的模式加强与芯片厂
商的合作，或许这才是汽车厂商对常态化缺芯潮最有效的应对之道。

                                                                                                                          （来源：中国半导体行业协会）
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       台积电不评论 3 奈米制程相关市场传闻。业界人士指出，台积电与三星在先进制程与海外布局激烈竞争，
三星目前在美国新厂投资规模暂时领先，并且意图在 3 奈米量产时程弯道超车，传出高通、超微等台积电重量
级客户都有意导入三星 3 奈米制程。
       业界人士透露，台积电面对三星直追，正积极加快 3 奈米量产脚步，若能提前量产 3 奈米，预料第一批客户
将有包括联发科、辉达等大厂。联发科执行长蔡明介日前即宣示，与台积电合作紧密，5 奈米及 4 奈米产品已在
量产过程中，3 奈米会是下一个制程。
       台积电与三星在 3 奈米架构完全不同，台积电沿袭既有的鳍式场效电晶体（FinFET）架构，三星则采用全新
的环绕闸极技术（GAA）。台积电认为，鳍式场效电晶体架构更能提供客户最成熟的技术、最好的效能及最佳的
成本，并按照计划开发且进度良好，也已持续观察到 3 奈米在高效能运算及智慧手机应用上都有较多客户投
入。
      

 台积电加快3nm量产脚步，
高通、AMD等大客户有意导入
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       台积电原本规划，3 奈米制程今年内风险性试产，预计明年下半开始量产，3 奈米制程家族的 N3E 制程将
于 3 奈米量产之后的一年量产，3 奈米家族将是另一项具大规模且长期需求的制程技术。
       如今传出台积电 3 奈米制程量产脚步提前，中砂、家登等相关供应链也动起来。其中，中砂钻石碟产品已供
应台积电多年，但在 5 ／ 7 ／ 10 奈米制程阶段，一度遭遇国外其他竞争对手威胁，据悉，中砂在 3 奈米制程又
重新拿回超过五成的高市占。
       中砂不对客户相关订单情形表示评论，法人认为，台积电先进制程用的钻石碟，比成熟制程钻石碟的单价
高，3 奈米相关出货已从 10 月开始挹注中砂营收，后续在市占高与单价较高的双重因素推动下，对该公司获利
挹注可期。
       家登极紫外光（EUV）光罩盒目前大多供应给 5 奈米制程应用，法人预期，随着明年台积电 3 奈米制程量产，
相关 EUV 光罩盒用量也会增长，预估明年家登光罩载具与晶圆载具业绩比重可能达 6：4。（经济日报）

                                                                                                                                              （来源：集微网）
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                                                                          图源：博世

       集微网消息，2021 年 12 月 2 日，博世表示经过多年的研发，博世目前准备开始大规模量产由碳化硅这一
创新材料制成的功率半导体，以提供给全球各大汽车生产商。
       博世于两年前宣布将继续推进碳化硅芯片研发并实现量产。为实现这一目标，博世自主开发了极为复杂的
制造工艺流程，并于 2021 年初开始生产用于客户验证的样品。博世集团董事会成员 Harald Kroeger 表示：

“得益于电动出行领域的蓬勃发展，博世接到了相当多的碳化硅半导体订单。”
       据悉，未来博世还将继续扩大碳化硅功率半导体的产能，旨在将产出提高至上亿颗的水平。为满足日益增
长的碳化硅功率半导体需求，2021 年，博世已在罗伊特林根晶圆工厂增建了 1000 平方米无尘车间。到 2023
年底，博世还将新建 3000 平方米无尘车间。新建的无尘车间将配备最先进的生产设施，并使用自主开发的制
造工艺生产碳化硅半导体。同时，博世在着手研发功率密度更高的第二代碳化硅芯片，预计将于 2022 年投入
大规模量产。
       博世计划使用 200 毫米晶圆制造碳化硅半导体，相比于如今使用的 150 毫米晶圆，使用 200 毫米晶圆能
够 带 来 可 观 的 规 模 效 益。毕 竟，单 个 晶 圆 需 花 费 数 月 时 间 才 能 在 无 数 机 器 设 备 中 完 成 上 百 个 工 艺 步 骤。
Kroeger 表示，“使用大尺寸晶圆进行生产能在一个生产周期内制造更多芯片，进而满足更多客户的需求。”

                                                                                                                                                （来源：集微网）

博世宣布开启SiC芯片大规模
量产计划
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       集微网消息，市调机构集邦咨询（TrendForce）发布的最新报告显示，随着电动车渗透率不断升高，以及整
车架构朝 800V 高压方向迈进，预估 2025 年全球电动车市场对 6 英寸 SiC 晶圆需求可达 169 万片。

       集邦咨询指出，目前看来，电动车已成为 SiC 核心应用场景，其中 OBC（车载充电器）和 DC-DC 转换器元
件对于 SiC 元件的应用已经相对成熟，而基于 SiC 的主驱逆变器仍未进入大规模量产阶段。对此， STM、
Infineon、Wolfspeed、Rohm 等功率元件商已与 Tier1 及车企展开深入合作，以推进 SiC 上车进程。

                                                                                                                                               （来源：集微网）

      

集邦：预估2025年全球电动车
市场对6英寸 SiC晶圆需求

可达169万片
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企业介绍

       中微半导体（深圳）股份有限公司成立于 2001 年，是集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、
模拟芯片的研发、设计与销售。主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片、传感器信号处理
芯片及功率器件等，广泛应用于家用电器、消费电子、电机电池、医疗健康、工业控制、汽车电子和物联网等领
域。
       中微半导体总部位于深圳，国家高新技术企业，注册资金 33736.5 万元，拥有员工 300 余人，在北京、上海、
中山、成都、重庆、杭州和新加坡等地设有 10 个研发中心和分支机构。
       自成立以来，中微半导体围绕智能控制器所需芯片及底层算法进行技术布局，不断拓展自主设计能力。目
前已完成以 MCU 为核心的芯片开发平台，实现了芯片的结构化和模块化开发，具备 8 位和 32 位 MCU、高精
度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法的设计能力，可针对不同细分领域做出快速响应。
      公司坚持从终端需求出发定义产品，对芯片的顶层架构、资源配置、外围元器件整合和底层核心算法支持进
行统筹设计，致力成为世界一流芯片设计公司。凭借深厚的 IC 设计技术储备、市场服务经验及优秀的研发设计
团队，未来，公司将不断提高芯片的性能、外围电子元器件的整合能力以及相关核心算法的研发能力，为市场持
续提供有竞争力的高集成度 SoC 芯片及配套底层软件算法的系统解决方案。

产品介绍

一、混合信号 SoC
（一）产品概述
       混合信号 SoC 以高度集成的优势，将数字和模拟 IP 设计在同一颗 SoC 里以实现特定的功能应用。中微
半导体电机控制、无线充、测量、无线链接、高压驱动、电磁加热、BMS、电动牙刷等混合信号 SoC，不但可以简
化设计，同时可以有效缩减 BOM 尺寸面积，较之传统芯片电路更小，功耗更低，可靠性更高，可以灵活且充裕
的能力来执行更高级、用户应用级别的任务。

中微半导体（深圳）股份有限公司
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产品阵容

（二）技术文档
数据手册 (9)
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用户手册 ( 部分 )

、

参考例程

（三）设计与开发
开发工具
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开发软件
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二、超低功耗控制
（一）产品概况
       高性能超低功耗 ARM® Cortex® M0+ MCU - BAT32G13x 系列，64MHz 主频，多达 256KB Flash，提
供高速高精度的模拟外设，丰富的通讯接口，强大的 DMA 数据搬运功能，数字功能均可自由映射到任意端口
等，最大限度的帮助客户简化硬件设计，优化 BOM 成本。
产品阵容

（二）技术文档
数据手册 (5)
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用户手册 (3)

参考例程 (4)

（三）设计与开发
设计工具

开发软件
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评估套件

三、8 位微控制器
（一）产品概况
       中微半导体 8 位微控制器平台基于高性能 8 位精简指令集内核及 8051 内核，包括 CMS79xx 系列、
CMS89xx 系列，SC8Fxx 系列，SC8Pxx 系列，产品资源主要涉及 AD、触摸、运放、LED/LCD 等，并提供优化的
模拟和数字外围设备、灵活的引脚映射和高系统时钟频率，配合中微半导体自主研发的评估套件、开发工具及
免费软件，可有助于您跨度评估、开发、调试并最终加快产品上市速度。
产品阵容
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（二）技术文档
数据手册 (6)

用户手册 ( 部分 )

参考例程 ( 部分 )
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（三）设计与开发
开发工具（部分）

开发软件
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企业介绍

       澎湃微电子是一家以 32 位 MCU 为主营方向的集成电路设计公司（fabless），公司在上海设有研发中心，
在深圳设有销售中心，总部设立在厦门。公司产品除了通用型 MCU（32 位 /8 位）之外，还有 24 位高精度
ADC 等模拟芯片。产品市场涵盖工业控制、消费电子、物联网、医疗健康、BLDC 电机控制、小家电等领域。
       公司拥有一支完整、经验丰富的国内一流 MCU 团队，核心合伙人均在 MCU 领域有 20 年以上经验，中层
骨干均有 10 年以上经验。公司技术团队拥有完整的数字、模拟、全流程设计能力，以及丰富的工控领域 MCU
设计、量产经验，成功量产过高品质、高可靠的工控 MCU 等相关产品。
       目前公司的各类产品，尤其是 32 位 MCU，获得了众多客户的认可和大批量使用。应用落地的领域包括车
载配套产品（电动汽车充电桩、车载冰箱、车载空调、车载氛围灯、汽车 OBD 接口等）、传感器（工业测温仪、测
距仪等）、仪器仪表（水表、电动摩托车仪表盘等）、家电（抽油烟机面板等）、消防（消防应急灯、智能断路器等）、
BLDC 电机控制（电动工具、风扇等）、家庭健康（血糖仪、额温枪等）、消费电子（TWS 耳机、玩具等）等众多市场。
       公司累积获得了近亿元融资，目前各类新产品快速面市。公司以打造高可靠、高品质的中国芯为己任，为中
国产业升级、智能制造、物联网、智能社会等，提供嵌入式系统所需的核心 MCU，以及相关模拟芯片。公司愿携
手行业合作伙伴，助力中国电子行业迈向更高的发展台阶。

产品介绍

一、8-bit MCU
（一）PT 消费级

厦门澎湃微电子有限公司
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（二）PT 工业级

（三）PT8S 系列
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二、32-bit MCU
（一）PT32F031

（二）PT32L031

（三）PT32Z192
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三、TWS
（一）touch MCU

（二）专用 MCU
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企业介绍

关于佑华
       佑华微电子股份有限公司 (Alpha Microelectronics Corp. )，成立于 1992 年 7 月，为专业 IC 设计公
司，核心事业主要为集成电路之设计研发，应用与营销。本公司股票已于 2006 年 9 月于证券柜台买卖中心
(OTC) 挂牌买卖，目前实收资本总额为 451,601 仟元。
       本公司设计之产品包括语音控制 I C、微控制语音产品（MCU）及录音集成电路产品等；主要应用于以消
费性应用领域产业为主，如音效产品、个人电子产品、家电产品、 发声玩具礼品及互动性消费产品。
发展策略
       佑华微电子为专业 IC 设计公司，产品之生产自光罩制作、晶圆制造、IC 封装等，均委托专业厂商代工。产
品营销策略为透过代理商机制，建立完善的销售通路，目前本公司于中国大陆及香港均设有技术服务中心，结
合两岸三地的技术人力，提供广大客户最好的产品应用支持。
经营理念
       诚信与正直－公司的营运和员工的工作应以诚信为本。
       创新与改善－创新与改善是公司持续不懈，永保竞争力的信条。
       质量与服务－质量的提升、对于客户的服务，是营运的准则。
       员工与股东－兼顾股东的权益和员工的福利。
佑华愿景
       持续追求技术突破与创新，使用更进步的半导体制造技术，提供高 质量和最佳成本的半导体组件。整合更
多元的功能于集成电路内， 为电子产品提供更宽广的附加价值空间，朝向系统单芯片整合迈进。

产品介绍

一、Speech IC

佑华微电子股份有限公司
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二、Multi-Channel Voice IC

三、LCD MCU
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四、32-bit MCU

五、Recording IC

六、Development Tool

ENTERPRISE
芯企业
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       台积电 Fab 18B 厂已完成 4nm 及 3nm 生产线建置，近期开始进行 3nm 测试芯片的正式下线投片的初
期先导生产（pilot run），预计 2022 年第四季进入量产及产能拉升（ramp up）阶段。据设备业者消息，包括苹
果、英特尔、AMD、高通、联发科、博通等均是 3nm 主要客户，每家业者的首款 3nm 芯片会在 2022 ～ 2023
年陆续完成设计定案（tape-out）并交付生产。
       台积电 2021 年资本支出上修至 300 亿美元，并拟定 3 年共 1000 亿美元的大投资计划，其中八成将用于
先进制程技术研发及产能建置。台积电南科 Fab 18 超大型晶圆厂（GigaFab）将建置 P1 ～ P4 共 4 座 5nm
及 4nm 晶圆厂，P5 ～ P8 共 4 座 3nm 晶圆厂。其中 P1 ～ P3 的 Fab 18A 厂已进入量产，P4 ～ P6 的 Fab 
18B 厂已建置完成的生产线开始进入试产阶段。
       台积电 3nm 制程仍然采用鳍式场效晶体管（FinFET）架构，提供客户最成熟的技术、最好的效能及最佳的
成本，技术研发已经完成，同时已开发完整平台支持高效能运算（HPC）及智能型手机应用。据设备业者消息，台
积电近期已开始进行 3nm 测试芯片在 Fab 18B 厂正式下线投片的初期先导生产，2022 年下半年进入量产的
时程目标将顺利达成。
       台积电在日前法人说明会中指出，3nm 制程 2021 年进行试产，并预计在 2022 年下半年进入量产，2023
年第一季将会看到明显营收贡献。设备业者表示，台积电 3nm 预计 2022 年第四季开始扩大投片规模，同时进
入产能拉升阶段，进度符合预期，届时台积电将成为业界首家大规模量产 3nm 的半导体厂，以及拥有最大极紫
外光（EUV）先进逻辑制程产能的半导体厂。
       台积电观察到 3nm 制程节点有许多客户参与，相较于 5nm 世代，预期首年会有更多新的产品设计定案

（tape-out）。台积电总裁魏哲家在法人说明会中指出，凭借台积电的技术领先地位和强劲的客户需求，有信心
3nm 家族将成为台积电大规模且长期需求的制程技术。
       5G 手机芯片及 HPC 运算芯片会是台积电 3nm 量产第一年的主要投片产品。业界预期，苹果及英特尔将
会是 3nm 量产初期两大客户，后续包括 AMD、高通、联发科、博通、迈威尔等都会在 2023 年开始采用 3nm 生
产新一代芯片。法人预期台积电 2023 年及 2024 年营收将受惠于 3nm 产能逐步开出而续创新高纪录。

                                                                                                                                             （来源：摩尔芯闻）
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台积电3nm如期试产

地址：杭州市滨江区六和路368号海创基地北楼四楼B4092室
投稿：incub@hicc.org.cn
官网：www.hicc.org.cn
电话：86- 571- 86726360
传真：86- 571- 86726367

杭州国家集成电路设计产业化基地有限公司 
杭州国家集成电路设计企业孵化器有限公司


